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       集微网消息，10 月 22 日，2021 年北京微电子国际研讨会暨 IC WORLD 大会在北京召开。在上午的高峰
论坛环节，清华大学教授魏少军以“回归芯片产业的本源”为题发表演讲。
       魏少军在演讲中指出，集成电路成不了“风口上的猪”，这个领域也不可能出现弯道超车，我们只有按照产
业发展规律，回归产业的本源，回归技术驱动的本源，踏踏实实地认真做好集成电路这一硬科技发展。

回归摩尔定律的本源

       最近一段时间，由于产能缺乏，产业链出现混乱状况，晶圆产能、封装产能、设备、硅片、生产材料等各个环
节都出现缺货现象，对企业带来了极大压力，企业面临客户催货、成本上升、资金短缺等各种经营压力。
       魏少军指出，出现这种混乱状况，除了自身的问题外，还有很多外界的影响，包括新冠肺炎疫情，资本市场
的火爆，资本集成电路行业的过高估值，还有贸易的影响等。这些因素叠加起来，对企业的发展是一个巨大的挑

  魏少军：集成电路成不了
“风口上的猪”,还要防止别人
    把你变成“风口上的猪”
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战。
       魏少军告诫，越是在这种混乱的时候，我们越是要回归产业的本源。他首先谈到的是摩尔定律。
       摩尔定律在 1965 年提出来以后，几十年来一直指导集成电路产业发展。随着摩尔定律渐进极限，业界对摩
尔定律面临失效出现了多种声音。从过往发展历程来看，集成电路产业发展所遇到的挑战与问题，常常并不是
一条技术路线就能解决的，就像现在产业面临的情况，业界在不断从工艺、架构、材料、封装等各个路径去探索。 
魏少军指出，我们要紧紧抓住新结构、新材料和新工艺、微纳系统集成以及架构创新的发展。
       但他也同时指出，“目前这些技术路径并没有脱离摩尔定律，所以我们不要太奢望会出现一个新技术，这个
技术今天出现，明天就能带来显著效益，这在半导体领域是不大可能的。”

回归技术创新驱动的本源

       集成电路从诞生开始就是个技术驱动的产业，每一次技术突破，都会带来产业项目的显著进步，技术的突
破是集成电路产业的一个根本点。魏少军为此提出，“我们不要忘记这个技术主要驱动力的作用，转而去追求其
他的东西，如果我们在技术上突破不了，那也别指望在这个产业上能够获得什么样的一种前景。”
       魏少军透露，从 33 家在科创板上市企业的 2020 年年报数据分析，这些国内企业的平均毛利率只有
31.69%，而美国企业的平均毛利率是 62%。
       显然，中国芯片企业尚未成为技术创新的主体，重视技术研发更应该是重中之重。
       魏少军为此呼吁：“不管是设计企业，还是制造企业，不管是大企业，还是中小企业，都应该把技术突破作
为我们最重要的任务。”
       要保证技术的突破，就要有投入，有研发，魏少军提出，我们产业界要能够保证足够研发资金，能够长期稳
定的投入，要找到这种机制。

回归硬科技的本源

       硬科技是经过长期研究和积累形成的具有较高技术门槛的高科技。魏少军指出，集成电路就属于硬科技领
域，我们要按照硬科技的规律来发展。发展硬科技需要有科学工匠精神，需要长期的坚持。
       前几年业内有一句话：“风口来了，猪都能飞”，魏少军认为，这对于集成电路这样的硬科技领域是不适合
的。“现在有些企业被人家变成了猪，这样的企业还在沾沾自喜，我觉得要小心一点，这种做法对我们的企业没
有任何好处。”魏少军强调，集成电路成不了“风口上的猪”，这个领域也不可能出现弯道超车，我们要按照产业
发展规律，回归产业的本源，踏踏实实、认真做好硬科技技术研发。他坚信，只要把一线的工作做好，经过 3、5 年
甚至 10 多年，我们的集成电路产业一定会有所改变。

                                                                                                                                               （来源：集微网）
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       因为物联网和汽车的巨大吸引力，MCU 正在成为市场的香饽饽。
       根据 ICinsights 的统计显示，2020 年，全球 MCU 市场规模高达 150 亿美元。他们进一步指出，预计算
2023 年市场规模将达到 188 亿美元，对应 3 年复合增速 8%。按照中金的说法，这些 MCU 增长主要源于智能
家居与可穿戴设备的市场规模增长强劲和汽车智能化趋势下电子功能的升级带动单车 MCU 价值量的提升。
       在这种巨大市场增量的吸引下，传统 MCU 厂商纷纷摩拳擦掌，力争在这个市场抢占先锋。与此同时，那些
本身做无线芯片的厂商也纷纷加大在控制器市场的投入、一些使用 MCU 的系统厂也开始向上游迈进，甚至连
一些本身不做 MCU 或无线芯片的厂商也都投身其中。
       毫无疑问，MCU 市场正在酝酿一波新变局。

渐变的需求

       从芯片产业的发展历史看来，一个发展了多年的市场之所以能够引起多方的“关注”，那必然是因为需求发
生了变化。如上文所说的物联网和汽车市场的转变就是诱因。而归根到底，这都是技术嬗变带来的驱动。
       以物联网市场为例，MCU 在其中不但要继续做好控制。随着技术的演进，大家都希望它们能同时执行无线
连接，因为这两种功能是物联网应用必须的。不过，跟过往 MCU 和无线芯片分立的设计不一样，现在行业都希
望打造一些“MCU+ 无线”的产品，这就给大家带来了新的机会。
       国民技术执行总监钟新利在接受半导体行业观察记者采访时回应道，无线连接在物联网应用中作为端侧
设备连接局域网网关或者直接连接云端使用已经非常广泛，MCU 和无线已经成为了物联网应用中不可缺少的
感知和连接的核心器件。所以 MCU 集成更多无线连接的功能将是一个发展趋势。
       芯海科技无线 MCU 产品经理陈定平也指出，在物联网时代，各种智能产品持续发酵，越来越多的传统产
品加入了无线通信功能，实现产品智能化，如智能水杯、智能跳绳等。这些传统产品智能化转换推动了无线
MCU 发展。
       “同时随着通用 MCU 市场的缺货造成价格上涨，及无线 MCU 芯片先进工艺的使用，降低了无线 MCU 的
成本，使无线 MCU 相比通用 MCU，性价比优势日趋上升，无线 MCU 市场再赢新高。”陈定平补充说。除了

“MCU+ 无线”以外，包括“MCU+AI”和“MCU+ 传感”在内的“MCU+”概念正在成为厂商追逐的热点。
       芯科科技副总裁兼 MCU 与无线产品部门总经理 Daniel Cooley 在接受媒体采访时也表示：“物联网将
不再由高效分析能力、先进制程处理器主宰，取而代之将以低功耗、高整合、小体积为设计 DNA，并支持多频多
天线通信实体层（PHY）、电源管理和多元技术的物联网 SoC，传感器联网应用领域对芯片运算 / 功能的要求，
同时目标系统开发成本。”
       正是在上述技术转变的驱动下，MCU 市场迎来了新的机遇。

厂商踊跃进入

       站在新风口上，首先“醒过来”的是传统的 MCU 厂商。

MCU新战局
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       类似 ST、NXP、TI 和 Silicon labs 等国外领先的 MCU 大厂自不用说。国内包括兆易创新、华大、国民、极海、
灵动微和芯海也都各凭所长，各拥优势涌入其中。例如国民技术方面，能够凭借 20 年的 SoC、低功耗射频和信
息安全的技术积累，推出成熟的 MCU 产品和射频产品；芯海科技作为一家集感知、计算、控制、连接于一体的
全信号链集成电路设计公司，也紧跟市场趋势，推出了一系列蓝牙无线 MCU 产品。
       此外，一大波做无线的芯片厂商也开始涌入 MCU 这个赛道。乐鑫、泰凌微、博通集成等国内早期无线芯片
厂商俨然成为“无线 MCU”的重要参与者。联盛德、恒玄、中科蓝讯和杰理在内的无线芯片厂商也都在觊觎这个
市场。在无线方面拥有深厚积累的海思也推出了 WiFi MCU。
       不仅 MCU 和无线厂商看上了物联网市场，就连以射频著称的卓胜微也跃跃欲试。今年九月，卓胜微董秘
在回答投资者问题的时候表示，公司已经推出应用于物联网领域的低功耗蓝牙微控制器产品，目前已经实现量
产出货。
       在中国任何一个有机会的半导体市场，除了已有的芯片厂商转型以外，新兴的挑战者也是当中一个重要组
成，这在 MCU 赛道也不例外。成立于 2021 年 4 月的微纳核芯相信会成为当中的一个重要角色。
       据介绍，该公司研发应用于多种电子设备和物联网的超低功耗 / 高能效 AIOT SOC 系列化芯片，以嵌入式
处理器为内核，集成高精度 / 高能效模拟前端和模数 / 数模转换 (ADC/DAC) 、嵌入式存储、高能效嵌入式 AI
引擎等扩展功能的主控芯片（AIOT SoC)，致力于成为智能物联网 AIOT 芯片研发及先进技术应用的践行者与
开拓者，为客户提供持续芯片科技赋能。
       拥有丰富经验团队的上海泰矽微电子也想在这个市场分一杯羹。自 2019 成立以来，公司就定位于”MCU
＋”的发展思路，即站在应用角度，以 MCU 为基础，以创新为特色，自主定义和开发适合于海量垂直市场的高
性能专用 SoC 芯片。
       正如上文所说，万物智联的驱动下，不但吸引了芯片厂，系统厂也跃跃欲试。包括美的、格兰仕和格力在内
的大型家电厂商正在打造自己的 MCU，虽然他们的想法不一定成为现实，但他们也会成为这个大时代下的影
响因素。
       值得一提的是，在笔者看来，假以时日，那些之前做端侧 AI 芯片的厂商，未来也必将成为这个市场的又一
个重要组成，让我们拭目以待。

挑战仍在前头

       虽然这些厂商都不约而同的看中了大市场，但对他们来说，是否能够拥有足够的技术和眼光，才是决定他
们能否在新市场胜出的关键。还是以物联网市场为例。
       Daniel Cooley 也在上文谈到的报道中也表示：“要实现物联网 SoC 高度集成，芯片商要具备 MCU、无
线连接和μA/MHz 级别的低功耗管理技术，并需要有效融合 MCU 数逻辑制程，以及无线电、电源和传感器等
类比混合信号制程，同时还有发展 Wi-Fi、蓝牙、Thread、ZigBee 和 Sub-GHz 的软件栈（Software Stack）方
案和开发工具。”
       国民技术的钟新利也指出，随着物联网，人工智能，工业自动化技术的发展，MCU 作为端侧感知和执行核
心器件，应该具备高性能，低能耗技术，更智能化的感知能力，安全信息能力，集成无线连接能力等技术特征。尤
其是对国产 MCU 而言，带来挑战更甚。
       “随着国内技术的进步以及国际贸易形式和全球疫情的影响，国产 MCU 也逐渐开始被市场所接受，但是
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国内目前 MCU 厂商数量众多，大部分都存在产品单一，无法满足客户所有应用需求的情况，所以能提供全系
列全场景产品序列，尤其在产品上有创新性特色，可以简化客户的系统设计，提升终端产品用户体验的差异化
MCU 产品的品牌备受市场青睐。”钟新利接着说。
       芯海科技陈定平则认为，随着物联网深入发展，价格竞争日趋激烈，特定应用场景越来越通用化，刺激了
MCU 市场将由之前的通用化转向专用化发展。专用 MCU 通过裁剪通用 MCU 冗余的外设，同时加入特定应
用场景的专业外设模块，降低了产品成本，同时提高了产品的性能。
       从上文的介绍我们看到，原本就已经热闹无比的 MCU 市场，又多了多方“搅局者”。这无疑将进一步加剧
这本就激烈的竞争格局。针对这个一拥而上，各方乱战的市场。极海副总经理曾豪告诉笔者：“MCU 是个慢跑
的塞道，坚持品质，坚持技术叠代，真正解决终端厂商的痛点才是致胜的根本，相信 2-3 年便见分晓。”

                                                                                                                                 （来源：半导体行业观察）
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       集微网消息，业内消息人士称，国际 IDM 和芯片制造商将在未来几年内提高汽车 MCU 的产量，以满足对
此类芯片不断增长的需求。

                                                                  图源：digitimes

       digitimes 报道指出，日本瑞萨电子已经制定了到 2023 年底将其汽车用 MCU 产量提高 50% 的计划；
英飞凌已决定投资 24 亿欧元（20.64 亿美元）进行产能扩张；另外，晶圆代工厂台积电也将在 2021 年将汽车
MCU 的产量提高 60%。
       消息人士称，汽车芯片的持续短缺已导致大众汽车、戴姆勒和宝马等主要汽车制造商对未来几个月或几年
的汽车生产和销售前景表示担忧。
       “由于相关芯片短缺，通用汽车、大众、日产和特斯拉都宣布将在未来几年内减少某些特定车型的产量。”消
息人士说道。
       与此同时，中国电动汽车初创公司理想由于芯片供应短缺，其 9 月销量环比下降 24.8% 至 7094 辆，其本
土同行长城汽车和长安汽车也出于同样的原因延长了新车的交货时间。

                                                                                                                                              （来源：集微网）

业内消息称IDM和芯片制造商
将提高汽车MCU产量



07

INFORMATION
芯资讯

       10 月 19 日，2021 云栖大会现场，阿里巴巴旗下半导体公司“平头哥”发布自研云芯片倚天 710。该芯片是
业界性能最强的 ARM 服务器芯片，性能超过业界标杆 20%，能效比提升 50% 以上。备受期待的阿里巴巴自研
服务器芯片终亮相。

       
       据悉，该芯片基于 Arm 最新的 ARMv9 架构设计，采用业界最先进的 5nm 工艺，单芯片容纳高达 600 亿
晶体管。具体而言，倚天 710 内含 128 个 CPU 内核，主频最高达到 3.2GHz，能同时兼顾性能和功耗；在内存
和接口方面，倚天 710 集成了业界最领先的 DDR5、PCIe5.0 等技术，能有效提升芯片的传输速率，并且可适配
云的不同应用场景。

性能超越业界标杆20%，
阿里发布自研CPU芯片倚天710
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       众所周知，过去多年来，全球公有云业务的快
速发展，给相关供应商带来了机会，随之而来的数
据中心建设也给厂商带来了巨大的成本压力。得益
于架构本身高性能、低功耗和低成本的优势，Arm
服务器芯片在过去几年深受云厂商喜爱，亚马逊旗
下的 AWS 也通过自研的 Graviton 系列给客户提
供提供了新选择，国内的华为也是当中的重要参与
者。此外还有 Ampere computing 和飞腾等一系
列第三方的 Arm 服务器芯片供应商。
       倚天 710 是阿里云推进「一云多芯」策略的重
要一步，也是阿里第一颗为云而生的 CPU 芯片，将
在阿里云数据中心部署应用。

       据平头哥方面介绍，“倚天 710”是一颗从前端
架构设计到后端物理实现都是自研的芯片。在这过
程中，不但要求他们需要克服工艺以及 IP 不成熟带
来的困难，还要求他们针对云场景的独特要求做定
制化设计，技术上保障性能、功耗的均衡。
       首先，在前端设计方面；据平头哥介绍，为了
解决核数众多条件下的带宽瓶颈，公司对芯片的片
上互联作出特殊优化，并采用新的流控算法和降低
系统反压，有效提升了系统效率和扩展性，使单核
高性能有效地转化为整个系统的高性能。此外，通
过新的系统地址到 DRAM 地址的转换机制，能让

芯片拥有安全、非安全隔离、多 NUMA、异常通道隔
离等多种特性，同时 DRAM 读写效率大幅度提升。
       来到后端物理实现方面，平头哥团队通过灵活
调度多达 30 种不同 EDA 软件、深度定制时钟网络
和定制 IP 技术对芯片进行设计。此外，公司还采用
了先进的多芯片堆叠技术，成功确保了芯片性能、
功耗的优化。
       如上所述，性能、成本和功耗是云服务商及云
上企业关注的核心，而这也正是倚天 710 针对性设
计所聚焦解决的问题。事实上他们将领先的芯片设
计技术与云场景的独特需求相结合，也最终实现了
性能和能效比的突破。此外，倚天 710 与阿里巴巴
的飞天操作系统协同，还能为云上客户提供高性价
比的云服务。
       据介绍，目前，阿里云已全面兼容 x86、ARM、
RISC-V 等主流芯片架构，自研倚天 710 进一步丰
富了阿里云的底层技术架构，并与飞天操作系统协
同，为云上客户提供高性价比的云服务。

       此外，阿里云智能总裁张建锋在现场宣布，玄
铁 CPU 已出货超 25 亿颗，成为国内应用规模最大
的国产 CPU，已被广泛应用于机器视觉、工业控制、
车载终端、移动通信、多媒体和无线接入等领域。
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       于中国芯片产业而言，阿里平头哥“倚天 710”的发布具有重要意义。寄望未来，相信这家极具潜力的科技
巨头将在中国芯片产业未来的崛起中扮演关键的角色。

                                                                                                                                               （来源：芯司机）
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       国际半导体产业协会（SEMI）公布 9 月北美半导体设备出货金额达
37.18 亿美元，写下单月历史次高。法人指出，5G、电动车等新兴技术持续
推动逻辑晶圆厂、记忆体厂大举扩产，后续出货设备金额仍有机会再度创
高。

       国际半导体产业协会 22 日公布最新北美半导体设备出货金额，9 月
37.18 亿美元，写下单月历史次高，较 8 月最终数据的 36.56 亿美元相比
上升 1.7％，较去年同期的 27.43 亿美元上升了 35.5％。
       SEMI 全球行销长暨台湾区总裁曹世纶表示，北美半导体设备制造商
出货金额在 9 月微幅上升，接近 7 月创下的纪录高点，主要因为终端应用
市场与含矽应用需求持续增长，持续推动包含设备在内的半导体制造生态
系的成长。
       法人指出，由于晶圆代工、记忆体等半导体产业产能依旧维持满载，在
当前供不应求状况下，半导体大厂纷纷启动扩产，因此对于半导体设备需
求相当强劲，看好后续出货设备金额有机会再攻新高。
       其中，晶圆代工大厂台积电预期 2021 年全年资本支出将有机会达到
300 亿美元水准，且随着 3 奈米及 2 奈米新厂及研发持续进行，加上美国
新厂建置案持续进行，台积电 2022 年资本支出金额有机会持续扩大，台
积电也持续承诺三年内投资 1,000 亿美元的计画依旧不变，显示后续半导

体需求有望持续畅旺。
       事实上，由于当前晶圆代
工产能全面吃紧，因此不仅先
进制程正在扩大投资，就连 8
吋成熟制程也正在进入扩产
阶段，举凡联电、世界先进及
力积电等晶圆代工厂都在进
行新建厂房，因此同样使得半
导体设备需求相当强劲。
       另 外，在 记 忆 体 产 业 当
中，三星、SK 海力士及美光等
大厂都不断投入新制程研发
及产能扩增，且未来 DRAM
制程持续微缩效应下，将会大
量采用到极紫外光（EUV）制
程，代表届时记忆体厂对于半
导体设备需求将会更上一层
楼。
       由于半导体市场持续热
络，加上扩产需求不断增加，
因此法人看好，切入半导体厂
务供应链的汉唐、帆宣、信纮
科，以及设备供应链相关的京
鼎及弘塑等相关概念股，都有
机会雨露均沾。

      （来源：半导体行业观察）

北美半导体出货冲单月次高
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       集微网消息，LCD 面板价格颓势预计仍将持续一段时间。市调机构 TrendForce 最新报告显示，2022 年
大尺寸面板供需比将从 2021 年的 5.4% 升至 7.3%，因此价格在一段时间内仍将呈现疲软态势。
       根据 TrendForce 10 月 20 日发布的产业预测报告，今年下半年起，疫情以来的面板火热市况开始转折，
供应方面也从全面缺货转向仅有特定零部件有缺货风险，伴随着需求降温，此前因缺货导致的超额备货以及物
流隐忧一一浮现。
       与此同时，在韩厂陆续推出 TFT-LCD 的背景下，多家面板厂新一轮扩产计划已经启动，使得供需比再度攀
升，该机构预测 2021 年全年大尺寸面板供需比将达到 5.4%，2022 年则将达到 7.3%，因此在一段时间内面板
价格仍将呈现颓势。
       此外，手机应用方面，AMOLED 渗透率预计将从 2021 年的 42% 提高至 2022 年的 47%，进一步挤压
LTPS LCD 的市占率。不过该机构指出，OLED DDI 产能紧张或将对 AMOLED 产能带来影响，其与 LTPS LCD
在明年市场的表现还很难说。

                                                                                                                                               （来源：集微网）

集邦：明年大尺寸面板供需比
升至7.3%，价格仍呈疲软态势

   

      图源：网络
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       深圳希格玛和芯微电子有限公司，是一家专业集成电路设计企业，公司于 1996 年成立，1999 年成立北京
公司，2017 年在天津高新区成立设计中心。公司现有员工共约 80 人，管理团队均拥有有 15 年以上的微电子
行业经验，研发团队中有 40% 的员工曾创下年芯片出货量超亿片的记录。目前主要致力于计算机周边产品控
制芯片、光电传感器芯片、MCU 芯片、触摸芯片、电源管理芯片等数模混合集成电路芯片产品的研究、设计、开
发和销售。
       深圳希格玛和芯微电子有限公司成立以来先后通过了《ISO9001 国际质量体系》认证以及工信部、中关村、
海淀区等政府主管部门进行的《集成电路设计企业》和《高新技术企业》认定，并曾多次被中国半导体行业协
会 、《国际电子商情》、《电子工程专辑》、《环球资源》等评选为最受欢迎中国 IC 公司、十大中国 IC 品牌公司。
       深圳希格玛和芯微电子有限公司坚持面向市场、面向客户，与产业链的上下游企业建立长期战略合作关
系，坚持自主研发高品质的芯片产品，给客户提供高性价比的系统解决方案，专注于服务的高质量交付，成为了
客户值得信赖的品牌，并保持了持续的业务增长，在专用集成电路设计领域成就了自己独到的建树。
       深圳希格玛和芯微电子有限公司坚持市场和客户需求为中心，坚持技术创新、合作共赢，以高品质的集成
电路芯片和高性价比系统解决方案为核心竞争力，通过持续、稳定、高质量的供货和服务，成为值得客户信赖的
中国 IC 品牌。

希格玛微电子部分产品

一、MCU 芯片
1. 8 位 LCD 系列
概述 :
       LCD MCU 是希格玛公司推出的 SG8 系列八位微控制器芯片之一，内部集成可编程 ROM、SRAM、看门
狗、定时器 RTC、定时器 TCC、通用输入输出端口（GPIO）、可编程声音输出（PSG）等模块，内置了 LCD 驱动
器，通过它最大可实现对 128 点（4COM*32SEG）的 LCD 进行控制。
特性 :
       8-BIT 微处理器
       宽电压应用：2.4V~5.5V 或者 1.5V
       自带 LCD 驱动模块，驱动不同点数 LCD 屏
       两种省电模式：VDD=3V/1.5V，IDLE<7uA，SLEEP<1uA（IDLE 震荡器频率 32768Hz）
       内置定时器 RTC、TCC
       内置可编程声音输出 (PSG)
       支持单通道语音（8 位 PWM 驱动）

深圳希格玛和芯微电子有限公司
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2. 8 位 I/O 系列
概述 :
       I/O 类 MCU 是希格玛公司推出的 SG8 系列八位微控制器芯片之一，内部集成可编程 ROM（OTP/FLAS-
H）、SRAM、看门狗、定时器 RTC、定时器 TCC、通用输入输出端口（GPIO）、内置高精度 PWM，内部集成高精
度 ADC，在游戏机手柄、玩具汽车、数码产品加密、充电式暖手宝、遥控飞机等等领域应用广泛。
特性 :
       8-BIT 微处理器
       宽电压应用：2.4V~5.5V
       两种省电模式：VDD=3V，IDLE<7uA，SLEEP<1uA（IDLE 震荡器频率 32768Hz）
       内置定时器 RTC、TCC
       内置高精度 PWM

二、电源管理芯片

1.LED 驱动芯片
概述 :
       SGD1011 是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源芯片，用于驱动一颗或者多颗串联 LED。芯片内置
导通电阻为 0.3Ω的功率开关，输入电压可以由 6V 到 36V，并且根据不同外部器件，芯片可以驱动高达数十瓦
的 LED，最大输出电流可达 1.2A。芯片具有调光功能，通过 DIM 引脚实现模拟调光和宽范围 PWM 调光。当
VDIM 低于 0.3V 时，功率开关关断，芯片进入低功耗待机状态。
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特性 :
       宽电压应用： 6V~36V
       最大输出 LED 电流 1.2A
       5% 的输出电流精度
       高达 97% 的效率
       极少的外部器件
       复用 DIM 引脚进行 LED 开关、模拟调光和 PWM 调光
       LED 开路保护
       过热保护
       输出电流可调节
       具有输入欠压保护功能

2. 电动牙刷无线充电解决方案
概述 :
       希格玛电动牙刷无线充电 IC，采用 Sigma 自主知识产权无线充电技术及通讯协议，支持异物检测和电池
充电管理，具有集成度高、整体方案设计精致、体积小的特点。在电动牙刷产品应用中，具有显著优势。
特性 :
       具有自主知识产权保护的无线充电协议（专利号：ZL 201410149482.7）
       集成无线充电管理、锂电池保护等功能
       支持无线充电通讯，内置异物检测模块，使充电过程更安全
       内置模拟 + 数字解调，外围电路简单，体积小，安装方便



15

ENTERPRISE
芯企业

3. 马达驱动芯片
概述 :
       SGD202x 是为控制和驱动直流马达设计的两通道 MOSFET 功率驱动 + 驱动电流可调的系列芯片，其可
以控制马达的正转、反转、刹车等功能，可用来代替传统的分立器件驱动电路，使外围器件更精简，智能过温保
护加恒流驱动，使整机可靠性更高。此系列芯片有两个 TLL/CMOS 兼容电平的输入端口，具有良好的抗干扰
性，同时两个输出端口能直接驱动一个马达正反转或者两个马达的单方向 ON/OFF。此系列芯片还具有较大
的电流驱动力和宽的电源电压范围。
特性 :
       宽电压应用： 4.2V~16V
       恒流马达驱动技术
       集成功率 MOSFET
       支持 TTL/CMOS 兼容电平的输入
       具有良好的抗干扰性
       内置智能过温、过流保护电路
       集成度高，减少外围器件，提高整机可靠性
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华润微电子有限公司

       华润微电子有限公司是华润集团旗下负责微电子业务投资、发展和经营管理的高科技企业，始终以振兴民
族微电子产业为己任，曾先后整合华科电子、中国华晶、上华科技、中航微电子等中国半导体企业，经过多年的
发展及一系列整合，公司已成为中国本土具有重要影响力的综合性半导体企业，自 2004 年起多年被工信部评
为中国电子信息百强企业。
       公司是中国领先的拥有芯片设计、晶圆制造、封装测试等全产业链一体化运营能力的半导体企业，目前公
司主营业务可分为产品与方案、制造与服务两大业务板块，公司产品设计自主、制造过程可控，在分立器件及集
成电路领域均已具备较强的产品技术与制造工艺能力，形成了先进的特色工艺和系列化的产品线。
       公司产品聚焦于功率半导体、智能传感器领域，为客户提供系列化的半导体产品与服务。未来公司将围绕
自身的核心优势、提升核心技术及结合内外部资源，不断推动企业发展，进一步向综合一体化的产品公司转型，
成为世界领先的功率半导体和智能传感器产品与方案供应商。
       在规模增长的同时，公司注重社会责任，持续开展环境保护和节能减排工作。获江苏省人民政府颁发的“十
一五”“节能工作先进集体”，获无锡市颁发“资源节约型、环境友好型”二型社会企业称号，连续四年获《长三角
地区环境行为等级评定》评为最高等级“绿色”企业。

华润微电子部分产品

一、功率模块
       产品简介：

       产品列表： 
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二、智能传感器
1.MEMS 传感器
       产品简介：

       产品列表：

2. 烟雾传感器
       产品简介：
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       产品列表：

       产品列表：

3、光电传感器
（1）普通光耦
       产品简介：
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       产品列表：

       产品列表：

（2）高速光耦
       产品简介：

（3）高压光耦
       产品简介：
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       产品列表：

（4）光继电器
       产品列表：

（5）环境光传感器
        产品列表：

三、智能控制
1、人机交互 MCU
       产品简介：
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2、计量计算 MCU
       产品简介：

3、通用型 MCU
       产品简介：

       产品列表：

       产品列表：
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       芯圣电子提供 OTP 系列单片机、8051 FLASH 和触摸系列单片机、32 位 ARM M0/M3/M4 系列单片机、
蓝牙无线 SOC 系列单片机及 MCU 周边产品。
       芯圣电子凭借产品的高可靠性、高性价比，并根据客户需求提供全方位的产品定制和服务等优势，已经被
广泛应用于消费电子、工业控制、智能家电、安防监控、智能穿戴、物联网、医疗健康、汽车电子、5G 通信、绿色
节能等行业及领域。
       芯圣电子注重团队建设，提升企业员工凝聚力，树立积极的员工价值观。芯圣员工秉承“专注、奋斗、合作、
共赢”的企业文化，肩负“引领科技创新，创造智能产品，开启智慧生活！”的使命，力求为客户提供最具竞争力
的产品和全方位的服务。
       未来，芯圣电子将以单片机为主要发展方向，持续以稳健的脚步，发挥芯圣人的智慧，不断适应市场经济的
发展趋势，建设独具特色的“芯圣”文化，打造中国 MCU 第一品牌。

上海芯圣部分产品

一、FLASH MCU
产品简介：
       芯圣兼容 STM8L 系列的低功耗低电压 FLASH MCU 产品，掉电模式功耗小于 1μA。客户无需更改 PCB，
直接替换 STM8L051/STM8L151 系列产品。芯圣兼容 STM8S 系列的 FLASH MCU 产品，产品系列齐全，客户
无需更改 PCB，直接替换 STM8S105/103/005/003/001 系列产品。通用 8051 内核的 FLASH MCU 产品，适
用于各类工业、小家电、消费类产品应用领域，满足客户的多元化需求。
       全系列产品有丰富的外设功能，集成 PWM、ADC、UART、SPI、I2C、LCD，支持外设功能引脚全映像、在系
统程序设计（ISP），并具备高抗干扰能力（4KV ESD/4KV EFT），可满足不同市场的应用需求。

产品列表（部分）：

上海芯圣电子股份有限公司
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二、家电 MCU
产品优势：
       丰富触摸库：标准库、低功耗库、滑轮 / 滑条库
       外设功能可编程映射到任意 IO 口
       过 CS 10V 测试，有效对抗 5W 对讲机干扰
       支持追频功能，最小可调精度达 4‰
       抗 EFT 能力轻松达 4KV
       可外挂 32.768KHz 晶振，实现 RTC 功能
       产品稳定性、一致性出色
       端口四级驱动能力，支持 LCD/LED 驱动

产品列表：

三、OTP MCU
产品简介：
       芯圣 OTP MCU 产品系列齐全、稳定性高，全系列产品满足工规，高抗干扰能力，可轻松通过 EFT 测试。外
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设资源丰富，产品线可实现低容量小管脚到高容量多脚位覆盖，包含 IO 型、ADC 型及 LCD 型，提供完备的例
程，搭配全新的编译器 / 烧录器，方便客户开发量产。满足不同应用市场需求。

产品列表：

四、ASSP MCU
产品列表：
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五、MCU 周边
产品简介：
       金 属 - 氧 化 物 半 导 体 场 效 应 晶 体 管，简 称 金 氧 半 场 效 晶 体 管（Metal-Oxide-Semiconductor 
Field-Effect Transistor, MOSFET）是一种可以广泛使用在模拟电路与数字电路的场效晶体管（field-effect 
transistor）。  MOSFET 依照其“通道”（工作载流子）的极性不同，可分为“N 型”与“P 型” 的两种类型，通常又
称为 NMOSFET 与 PMOSFET。

产品列表：



地址：杭州市滨江区六和路368号海创基地北楼四楼B4092室
投稿：incub@hicc.org.cn
官网：www.hicc.org.cn
电话：86- 571- 86726360
传真：86- 571- 86726367
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